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美国出口管制新规对中国半导体企业影响要点分析

引 言 

2022 年 10 月 7 日，美国商务部工业与安全局

(BIS)发布出口管制新规，对中国先进芯片制造、半

导体设备制造及超算行业实施全面且精准的打击。

美国意图通过“釜底抽薪”的方式，严重遏制中国

上述三类行业的发展。此外，由于半导体价值链的

高度协同、紧密相连，无论是半导体设计、制造，

还是所涉及的设备、材料等，都将受到新规不同程

度的影响。 

结合近期美国针对中国采取的一系列紧密措

施（例如出台芯片法案、成立芯片四方联盟、与欧

盟联手组建美国-欧盟贸易和技术委员会等），可以

预见，美国政府在针对中国半导体行业遏制方面将

实施坚定的长期战略。 

一、BIS 新规概览 

新规主要包括四方面内容：新增/修改 ECCN 编

码、新增特定直接产品原则、新增对美国人特定活

动的限制，以及新增最终用途管控，以限制中国大

算力、先进制程1半导体芯片及半导体制造和检测设

备的发展。同时，半导体产业链其他环节的参与主

体也将受到不同程度的影响，并增加了额外的尽调

义务。具体而言： 

 
1
 先进制程芯片包括：1) 16/14 nm 及以下或者非平面晶体管结构的逻

辑芯片；2) 128 层及以上的 NAND 芯片；3) 18 nm 半节距及以下的

新增/修改 ECCN 编码：在《美国出口管制条例》

(EAR)项下新增了先进计算芯片/计算机以及半导

体制造设备相关的 ECCN 编码（此类物项此前可能

为反恐原因管控或为 EAR99，出口到中国一般用户

不需要许可证），并对其施加了严格的许可证要求，

限制中国实体获取此类物项。 

新增三类直接产品原则：实体清单脚注 4 的直

接产品原则、先进计算直接产品原则及超算最终用

途直接产品原则。第三国产物项受 EAR 管辖的范

围将扩大，更多涉及先进计算及超算最终用途的物

项将落入 EAR 管制，并定向打击 28 家超算及 AI

企业。 

新增最终用途管控：新增了对半导体制造和超

算最终用途的管控。在向此类主体转移产品时，需

要同时结合产品范围和最终用途范围，判断产品是

否受 EAR 管辖以及是否需要申请许可证。 

新增对美国人特定活动的限制：新规将先进制

程芯片及特定半导体设备生产认定为可能涉及大

规模杀伤性武器相关最终用途的活动，禁止美国人

在未经许可的情况下参与特定活动。需要注意的是，

此限制针对不受 EAR 管辖的物项。此外，尽管 BIS

发布了相关 FAQ，对美国人活动进行了澄清，但实

践中的具体适用（如研发、销售、市场开发、采购、

DRAM 芯片。 
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运输活动）仍存有较大争议，增加了美国人的额外

尽调工作。 

二、新规对中国半导体行业不同环节企业的影响 

新规主要打击中国先进制程的发展，对成熟制

程的限制程度较低。从事先进制程芯片设计、制造

等业务的企业，在研发端、采购端、销售端均可能

面临严格限制，后续业务的发展甚至生存都将面临

严峻挑战。同时，新规严重限制了中国半导体设备

制造行业的国产化进程。 

根据半导体制造的不同环节/类型，半导体行业

企业主要包括 IDM/FAB、设备生产商、芯片设计公

司(fabless)、材料生产商、封测厂、EDA 软件生产

商。以下我们将根据半导体生产环节，具体说明新

规对各个环节的影响情况。 

环节一：芯片设计 

对于 fabless 芯片设计公司，主要限制基于对先

进制程芯片制造最终用途、先进计算芯片的管控。

可能存在以下风险： 

风险 1：针对涉及 3A090 的先进计算芯片（对

标英伟达 A100），其在国内的研发、流片、销售均

受到新规不同规则的极大限制。 

风险 2：流片/量产的 FAB 厂是否涉及先进制

程。若芯片设计公司提供给 FAB 厂的设计图纸受

EAR 管辖： 

针对先进制程芯片设计，未经许可不能在国内

FAB 厂流片、量产。 

针对非先进制程芯片，需要对国内同时具备先

进制程能力的设施进行额外的尽职调查，以确保流

片、量产在仅包含成熟制程的建筑物内进行。 

 
2
 “美国人”包括：1) 任何美国公民、美国永久居民外国人（即持有

美国绿卡）或 8 U.S.C. 1324b(a)(3)定义下的受保护个人；

风险 3：芯片设计公司还应当注意新规针对美

国人2的限制。 

美国人不得在无许可证情况下，参与：1）在中

国先进制程芯片制造设施进行的与芯片研发和生

产相关的活动；2）特定沉积设备（3B090）的研发

及生产，包括： 

向中国或在中国境内运输、传输或国内转移任

何不受 EAR 管辖的物项； 

协助(facilitate)运输、传输或国内转移前述物项； 

为前述物项提供服务。 

根据 BIS 于 10 月 28 日发布的常见问题解答，

美国人受限制的行为得到进一步明确，包括： 

“授权(Authorize)”运输、传输或国内转移不受

EAR 管辖的物项； 

通过运输、传输或国内转移“实施交付(Conduct 

the delivery)” 不受 EAR 管辖的物项；以及 

为不受 EAR 管辖的物项“提供服务，服务包括

维 护、 修理 、大 修或 翻新 (Service, including 

maintaining, repairing, overhauling, or refurbishing)”。 

对于 fabless 芯片设计公司，如明确涉及向先进

制程设施提供不受 EAR 管辖的物项，应评估公司

研发、销售等岗位的美国人是否落入上述限制范围；

尤其针对公司高管，其日常管理中的审批行为有可

能构成“授权”，从而受到许可证限制，例如授权向

先进制程设施提供技术图纸或资源等。 

环节二：设备/材料/软件供应 

中国半导体设备制造厂受到新规极大的限制： 

供应端：未经许可，无法获得任何受 EAR 管辖

的物项以用于研发或生产特定半导体制造和检测

2)    根据美国法律或在美国境内任何司法管辖区设立的法人，

包括外国分支机构；3) 美国境内的任何人。 
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设备（符合 ECCN3B001、3B002、3B090、3B611、

3B991 或 3B992 描述的设备，不包括 EAR99），可

能涉及拉晶炉、硅片切割设备、抛光设备、光刻机、

刻蚀设备、沉积设备、检测设备等，严重影响了此

类设备的国产化进程； 

销售端：如设备受 EAR 管辖，在销售给

IDM/FAB 时，需要判断 IDM/FAB 是否具有制造先

进制程芯片的能力。实践中，需要对客户的产线分

布及产品的最终用途进行严格的尽职调查； 

美籍员工：针对含有美籍员工（特别是美籍高

管）的设备制造厂，可能无法从事特定沉积设备

（3B090）的研发和生产活动。 

材料/软件供应商并非新规的主要打击目标。对

于材料供应商以及软件（例如 EDA）生产商，应主

要关注客户是否涉及超算/先进制程等最终用途以

及实体清单脚注 4，如是，则材料及 EDA 的提供可

能有许可证限制。 

环节三：芯片生产制造 

涉及先进制程的 IDM/FAB 是本次新规的重点

限制对象。对于 IDM/FAB，如设施具有制造先进制

程芯片的能力，则其采购端将受到严格限制。对于

先进制程产线，未经许可无法获得受 EAR 管辖的

物料/设备/软件。即使是成熟制程产线，如果其与先

进制程产线位于同一建筑物，未经许可也无法获得

受 EAR 管辖的物料/设备/软件；如果其与先进制程

产线位于同一园区内的不同建筑物，则将面临较为

严格的尽职调查，需要确保其获得的物料/设备/软

件仅用于成熟制程产线。 

此外，如前所述，新规对美国人参与中国先进

制程芯片制造相关活动进行了限制。因此，对于具

有先进制程芯片制造能力的公司及特定设备生产

商，应注意相关美国员工的行为是否可能直接落入

前述受管制范围。例如美籍高管审核及批准与先进

制程芯片制造设施相关的采购、销售等合同，审核

及批准与受限设施相关的人事任命，可能受到限制。 

环节四：芯片封测 

芯片封测厂不受新规的直接影响。BIS 在 10 月

28 日发布的常见问题解答中明确，受限的半导体制

造“设施(fabrication facility)”是指利用受限技术水

平进行的制造环节所发生的建筑物，不包括不改变

技术水平的后续环节（如组装、测试和/或封装设施

等）。因此，对于后端封测厂商而言，一般不会受到

半导体制造最终用途管控的限制。但需注意封测厂

参与 Fab 厂前端研发和生产的可能性，例如，向先

进制程 fab 厂提供技术信息以用于芯片的研发或生

产。 

环节五：芯片销售 

在销售阶段，需考虑芯片的受管辖情况及相应

的许可证要求。特别是在最终用户及最终用途确认

方面，增加了企业额外的尽调工作：例如，1）客户

如涉及实体清单脚注 4，需要重新结合特定直接产

品原则，判断向其销售的芯片是否受 EAR 管辖；2）

针对超算中心业务，需要排查是否符合超算最终用

途以及是否会因超算最终用途导致产品受 EAR 管

辖；3）针对涉及先进计算芯片（如 GPU、AI 芯片）

及数据中心等应用场景，需要结合先进计算直接产

品原则、新增 ECCN 管控等确认产品销售的许可证

要求。 

结 语 

此次 BIS 新规对中国半导体行业影响空前。无

论是法律解读、执法尺度，还是各行业主体的合规

风险偏好上都存在争议和不确定性。甚至未来也不

排除BIS 会将类似的限制措施拓展应用到其他领域、

将更多企业纳入实体清单以及联合欧盟/日本联合

管控的可能性。 
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对于企业的应对建议： 

准确厘清新规的限制和影响，避免“一刀切”

的过度合规，也避免视而不见的“野蛮式发展”； 

建立健全合规工作机制并加强尽职调查是应

对不断变化的规则的关键，有助于降低违法风险及

公司的系统性风险； 

加强出口管制维度的压力测试，以明确和量化

相关风险以及承受能力，扩宽极端场景项下的突围

空间； 

注意交易中各环节合规承诺函及相关条款的

审核，积极与供应商/客户进行沟通、谈判，提前预

防相关风险。 

1.先进制程芯片包括：1) 16/14 nm 及以下或者

非平面晶体管结构的逻辑芯片；2) 128 层及以上的

NAND 芯片；3) 18 nm 半节距及以下的 DRAM 芯

片。 

2.“美国人”包括：1) 任何美国公民、美国永

久居民外国人（即持有美国绿卡）或  8 U.S.C. 

1324b(a)(3)定义下的受保护个人；2)    根据美国

法律或在美国境内任何司法管辖区设立的法人，包

括外国分支机构；3) 美国境内的任何人。 
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